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附件一、 一一二年度營業報告書 

 

  
 

 

各位股東女士/先生： 

過去一年，區域性戰爭造成國際物價波動、能源緊縮連帶全球秩序面臨新挑戰；同時，

氣候變化引發的經濟災損、通貨膨脹影響消費需求導致景氣低迷，整體產業充滿著高度不確

定性，各種狀況讓企業營運比起以往更為艱辛。 

然而，隨著人工智慧、高效能運算、車用電子的應用逐漸廣泛，市場對於高階晶片需

求越來越依賴。而晶片都需要使用 SRAM (Static Random Access Memory) 、eFlash 

(Embedded Flash)等作為驅動晶片運行的主要程式儲存元件，隨著晶片成本日益增加，如

何精準找出上述記憶體的缺陷並修復，節省晶片測試成本變得相當重要，這使得芯測科技專

營的 EDA工具與 IP逐漸嶄露頭角，本年度全年營收較前一年度成長 48%。 

 

民國 112 年營業成果 

芯測科技 112年度營業收入為新台幣 35,915仟元，較 111年 24,260 仟元增加 11,655

仟元，成長率為 48%。 

在本期淨利(損)方面，112年度稅後淨損新台幣 66,908仟元，較 111年稅後淨損 43,959

仟元淨損增加。營業費用增加主要是因應客戶數持續增加、客戶服務的需求日增以及公司規

畫推動上市、櫃計畫等因素故人力增加；此外也為了就近服務客戶及市場開發需求，於中國

上海設立行銷據點所致。 

芯測科技持續開發符合客戶及市場的記憶體測試與修復的解決方案，如 STARTTM v3 

(SoC’s memory Test And Repair Technology) 、EZ-BIST、EZ-NBIST外，也正在開發具

彈性化的各種客製化記憶體測試與修復 IP。除已經與合作夥伴成功開發新興 ReRAM 

(Resistive random-access memory) 的客製化測試與修復平台與 IP，同時芯測科技也開始

承接 ASIC的設計服務，結合更多的夥伴以建構完整的芯測科技生態系統。 

 

(1) 芯測科技的產品目前主要被應用在IC設計公司，START、EZ-BIST、EZ-NBIST都已經有

豐富的量產紀錄。 

(2) 芯測科技也跟記憶體IP的供應商合作Memory Compiler，也和NVM IP的供應商合作

ReRAM的測試和修復電路的開發。 

(3) 芯測科技與設計服務公司更是緊密合作，創造出雙贏的局面。 
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(4) 在ReRAM的測試和修復電路開發上，芯測科技也與Foundry積極合作，提出次世代記憶

體的測試和修復解決方案。 

(5) 芯測科技正在積極開發ATE資訊自動分析平台，我們的平台內建許多機台型號，讓芯測

科技的客戶，未來只要打開記憶體測試診斷功能後，就可以輕鬆的分析ATE測試後的資

訊，我們相信這絕對是全世界第一個ATE資訊自動分析平台。 

(6) 後疫情時代，全球更加習慣使用雲端系統，所以，芯測科技提供雲端EDA工具的服務，

透過雲端服務，芯測科技的客戶將可以完成一站到底的服務。 

芯測科技將計畫研究成果，推廣至生態圈，帶動台灣整體半導體相關產業，也可藉此生

態系統為基礎進入歐美市場。 

 

民國 113 年營業計畫概要 

全球對於人工智慧、5G、AIoT、IoT與車用電子晶片的需求增加，這類型的晶片也使用

較先進的製程，參考台積電 113 年第 1 季法人說明會 (如下圖 )，先進製程

（65/45/40/28/16/7/5/3nm）佔整體營收已經超過 80％。開發此類晶片需要先進製程搭配

更多的記憶體（SRAM、eFlash、OTP、MTP、MRAM、ReRAM、DRAM），並且，智慧型手機、高性

能運算晶片（AI、Edge Computing、Block Chain）、物聯網、車用電子與消費性電子產品都

會使用到記憶體（SRAM、eFlash、OTP、MTP、MRAM、ReRAM、DRAM）。所以芯測科技提供記憶

體測試與修復解決方案給 IC設計、設計服務公司、半導體製造商等客戶。 

 
根據台積電在 113 年第 1 季的的報告中得知，全年度 HPC 相關晶片的製造佔比高達

43%，車用電子相關晶片的製造佔比約 6%。從上述資料中得知，未來的系統晶片使用先進製

程的比例逐年增加，相對的系統晶片對於記憶體容量的需求，也會持續穩定增加。因為執行

車用電子與 HPC相關晶片需要使用大量的 CPU （Central Process Unit）執行程式，這些

程式則必須儲存在記憶體內，所以，記憶體的使用量將會伴隨著車用電子與 HPC 相關晶片

的增加而增加。 

展望未來，隨著科技發展的日新月異，隨著5G、物聯網、車用電子…等相關應用蓬勃

發展，產品的運算能力必須越來越強且越來越快，也因此對於產品中晶片要求越來越高。在

注重記憶體良率的晶片開發上，芯測科技的解決方案可望為晶片開發商帶來快速、省成本且

高效能的服務，不論對於晶片的應用或是廠商的開發時程，都將扮演相當關鍵的角色，也提

供了芯測大展鴻圖的機會。 

 

負責人： 經理人： 主辦會計： 
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附件二、 審計委員會審查報告書 

 

芯測科技股份有限公司 

審計委員會審查報告書 

 

董事會造具本公司民國一一二年度營業報告書、財務報表及虧損撥補議案等，

其中財務報表業經安永聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營

業報告書、財務報表及虧損撥補議案業經本審計委員會查核，認為尚無不合，

爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之相關規定報告如上，

敬請  鑒核。 

 

此致 

芯測科技股份有限公司一一三年股東常會 

 

 

                          芯測科技股份有限公司 

                              審計委員會召集人: 林華農 

 

 

 

中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 二 十 二 日 
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附件三、董事會議事規則修訂條文對照表 

芯測科技股份有限公司 

董事會議事規則修訂條文對照表 

本規則訂立於民國 108 年 06月 27 日 

第一次修訂於民國 108 年 12月 03 日 

第二次修訂於民國 109 年 03月 04 日 

第三次修訂於民國 110 年 02月 02 日 

第四次修訂於民國 112 年 07月 19 日 

條號 原文 修訂 修訂理由 

3.0 

3.0本公司董事會每季召集一次，

董事會之召集，應載明事由，於七

日前通知各董事及獨立董事，但遇

有緊急情事時，得隨時召集之。前

項召集之通知，經相對人同意者，

得以電子方式為之。本規則 12.0各

款之事項，除有突發緊急情事或正

當理由外，應於召集事由中列舉，

不得以臨時動議提出。 

3.0本公司董事會每季召集一次，

董事會之召集，應載明事由，於七

日前通知各董事及獨立董事，但遇

有緊急情事時，得隨時召集之。前

項召集之通知，經相對人同意者，

得以電子方式為之。本規則 12.0各

款之事項，應於召集事由中列舉，

不得以臨時動議提出。 

配合法令，

刪減文字。 

12.0 

12.0下列事項應提本公司董事會討
論： 
(一)公司之營運計畫。 
(二)年度財務報告及須經會計師查
核簽證之第二季財務報告。 
(三)依證券交易法（下稱證交法）
第十四條之一規定訂定或修正內部
控制制度，及內部控制制度有效性
之考核。 
(四)訂定或修正取得或處分資產、
從事衍生性商品交易、資金貸與他
人、為他人背書或提供保證之重大
財務業務行為之處理程序。 
(五)募集、發行或私募具有股權性
質之有價證券。 
(六)財務、會計或內部稽核主管之
任免。 
(七)對關係人之捐贈或對非關係人
之重大捐贈。但因重大天然災害所
為急難救助之公益性質捐贈，得提
下次董事會追認。 
(八)依法令或章程規定應由股東會
決議或提董事會之事項或主管機關
規定之重大事項。 

12.0 下列事項應提本公司董事會討
論： 
(一)公司之營運計畫。 
(二)年度財務報告及須經會計師查
核簽證之第二季財務報告。 
(三)依證券交易法（下稱證交法）第
十四條之一規定訂定或修正內部控
制制度，及內部控制制度有效性之考
核。 
(四)訂定或修正取得或處分資產、從
事衍生性商品交易、資金貸與他人、
為他人背書或提供保證之重大財務
業務行為之處理程序。 
(五)募集、發行或私募具有股權性質
之有價證券。 
(六)董事長之選任或解任。 
(七)財務、會計或內部稽核主管之任
免。 
(八)對關係人之捐贈或對非關係人
之重大捐贈。但因重大天然災害所為
急難救助之公益性質捐贈，得提下次
董事會追認。 
(九)依法令或章程規定應由股東會
決議或提董事會之事項或主管機關
規定之重大事項。 

配合法令，

酌修文字。 
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附件四、一一二年度財務報表暨會計師查核報告書 
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附件五、一一二年度虧損撥補表 

 

 

芯測科技股份有限公司 

民國一一二年度 

虧損撥補表 

項                目 金        額 

期初累積虧損 

(民國一一二年六月十三日股東會決議) 
0 

加：前期損益調整數 (3,685,200) 

調整後期初累積盈虧 (3,685,200) 

加：本期稅後淨損 (66,907,549) 

減：資本公積彌補虧損 70,592,749 

期末累積虧損 0 

 

 

 

 

 

負責人： 經理人： 主辦會計： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


